公告番号：1099226C
発明の名称：電子部品の組立て方法及び装置
【要約】
一種の電子部品組立て方法及びその装置である。電子部品組立て装置は操作頭部（３５）と制御部（１）を包括している。操作頭部（３５）には電子部品を吸着する複数のノズル（１２、１３）と吸着した電子部品の姿勢を映像識別する識別カメラ（１５）があり，制御部（１）は操作頭部をコントロールし、ノズルが電子部品供給部の電子部品を吸着した後に、上述した識別カメラによって電子部品の吸着姿勢を映像識別する。そしてその吸着姿勢を修正し、それによって、電子部品を基板に取り付ける。主制御機（１）の中には組立てプログラムを持ち、子プログラム（１１）を選択し、一つの基盤を組み立てる過程の中で、上述した操作頭部を第一組立てプログラムと第二組立てプログラムの一つを選択させ、動く。中には、第一組立てプログラマは上述した複数のノズルの中の一つによって連続的に一つの部品の吸着と組立て動作をする。残りのノズルも部品に対して連続的な吸着、組立て動作をする。第二組立てプログラムは上述した一つのノズルは一つの部品を吸着し、残りのノズルは他の部品を吸着した後に連続的に上述した二つのノズルが吸着した部品を組み立てる。
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